URZADZENIA DO POMIARU
KLEJU AMS

NiezawodnoS¢ procesu | Wydajnosc produkgji |
Przejrzystosc kosztow

AR v+ ROBATECH




MONITOROWANIE ZUZYCIA KLEJU W CELU
/WIEKSZENIA PRODUKTYWNOSCI

Urzadzenia do pomiaru kleju AMS (Adhesive
Measuring System) do topnika kleju stuza do
okreslania i wyswietlania iloSci zastosowane-
go kleju oraz do monitorowania procesu kleje-
nia. Urzadzenie rejestruje natezenie przeptywu
kleju i wySwietla je jako trend. Mozna okresli¢
gorna i dolng granice tolerancji dla naktadanego
kleju. Jesli ilos¢ odbiega od zdefiniowane-
go zakresu, urzadzenie wysyta komunikat.
Ponadto liczba gotowych produktéw moze
by mierzona za pomocy licznika produktow
i przypisana do odpowiedniego zuzycia Kleju.

Istniejg dwa warianty pomiaru, roznigce sie
doktadnoscia i czasem reakcji pomiaru.

Wariant AMS-K

W tej wersji dane sg rejestrowane za pomoca
pompy ttokowej. Zuzycie Kleju jest mierzone
krok po kroku za pomocag suwu ttoka pompy.
Urzadzenie AMS-K jest standardowo zintegro-
wane z topnikiem kleju Vision i jest dostepne
jako opcja dla Concept Diamond/Stream.

Wariant AMS-V (zewnetrzny)

Wersja AMS-V jest doktadniejsza i szybsza
niz AMS-K - mierzy zuzycie kleju za pomoca
przeptywu przektadni. Komora pomiarowa
AMS-V jest dostepna w wersji zintegrowa-
nej z dozownikiem kleju lub jako jednostka
zewnetrzna. Zewnetrzna obudowa AMS-V
umieszczona jest na zewnatrz topnika Kleju
pomiedzy dwoma podgrzewanymi wezami i na-
daje sig szczegodlnie do stosowania z duzymi
urzadzeniami (np. JumboFlex, RobaDrum), jak
rowniez do prostego doposazania istniejacych
urzadzen do klejenia.

Niezawodnos$¢ procesu, wydajnosé produkc;ji i
przejrzystosé kosztow

Poprzez monitorowanie ilosci zastosowane-
go Kleju ilos¢ kleju moze zosta¢ zredukowana
do minimum przy jednoczesnym zapewnieniu
niezawodnego sklejenia produktu. Zwieksza to
niezawodnosSc¢ procesu i wydajnoscE linii. Reduk-
cja odpadow Kleju i produktow prowadzi rowniez
do znacznych oszczednosci kosztow.

Wariant zewnetrzny AMS-V

DANE TECHNICZNE AMS-K

Projekt
Topnik kleju

Pompa ttokowa KPC 12 AMS
Concept Diamond/Stream
Lepkosc¢ kleju 500 do 10 000 mPas
Zakres pomiaru " Do 52 kg/h

Doktadnos¢ pomiaru? = 5%

Pompy ttokowe KPV 5, KPV 12 i KPV 16
Vision S/S Pro/M/M Pro

500 do 10 000 mPas

Do 23 kg/h / Do 68 kg/h / Do 110 kg/h
= 5%

7 Zakres pomiaru zalezy od rodzaju Kleju, lepkosci kleju, temperatury i ciénienia pompy ttokowej.

2 0dpowiada doktadnosci urzadzenia pomiarowego, bez uwzglednienia catego urzadzenia. Czynniki wptywajace takie jak
dtugos¢ weza, Srednica weza, lepkose kleju, spadek cisnienia i predkoS¢ wptywajg na doktadnoS¢ pomiaru.

Urzadzenie do pomiaru kleju AMS-K

Urzadzenie do pomiaru kleju AMS-V
zewnetrzny



ZALETY AMS W SKROCIE

Przejrzyste oceny Korzysci dla Pafistwa
Dane pomiarowe sg prezentowane graficznie * Niezawodno$€ procesu dzieki monitorowaniu

za pomocg oprogramowania InfoPlus. Szaco- zuzycia Kleju

wane ilosci nanoszonego Kkleju na produkt lub * Odpowiednio sklejone produkty dzieki gwa-

w okreslonym czasie (minuta, godzina, dzien lub rantowanemu naktadaniu minimalnej ilosci

miesigc) moga by¢ doktadnie wyswietlane, po- potrzebnego kleju

dobnie jak liczba wyprodukowanych produktow. * Obnizone koszty dzieki zoptymalizowaniu
Ponadto dane pomiarowe dostarczajg informac- ilosci zuzywanego kleju i zmniejszeniu liczby InfoPlus: Zakres tolerancji

ji 0 zatkaniu filtra na topniku kleju lub gtowicy odpaddw produktowych

nanoszacej i dyszy nanoszacej. Oszacowanie * Powiadamianie w razie przekroczenia zdefi-

umozliwia optymalizacje ustawien i procesow, niowanego zakresu toleranciji

co prowadzi do redukcji kosztéw lub zapobiega- * Wyrazna reprezentacja graficzna i eksport

danych (plik CSV) przez USB lub interfejs
komunikacyjny

Analizy praktyczne * Optymalizacja planu zakupowych i prze-
Dzieki analizie ocen mozna tatwo poréownac po- chowywania klejow dzieki analizom danych
szczeg6lne linie produkeyjne, oceni¢ nowe kleje dotyczacych zuzycia

i wzory klejow lub okresli¢ informacje dotyczace

zaopatrzenia i zarzadzania czeSciami zamien-

nymi. Dane pomiarowe moga byt rowniez ek-

sportowane do dalszej analizy przez ztgcze USB

w topniku Kkleju lub przesytane do urzadzenia

wyzszego poziomu za posrednictwem interfejsu

komunikacyjnego (Profibus, Ethernet lub Real-

time Ethernet).

nia nieplanowanym przestojom.

InfoPlus: Zuzycie dziennie

DANE TECHNICZNE AMS-V (ZEWNETRZNE)

Projekt AMS-V 0,025 komora pomiarowa  AMS-V 0,1 komora pomiarowa

Zgodnos¢ AMS-V Vision S Pro/M Pro,

lub zewnetrzny AMS-V Concept Diamond/Stream
Kompatybilnose RobaDrum, JumboFlex
zewnetrzny AMS-V ¥

llos¢/puls 0,025 cm®

Doktadnos¢ pomiaru? = 0,3% od 0,48 I/h

Projekt AMS-V 0,2 komora pomiarowa
Zgodnos¢ AMS-V Vision S Pro/M Pro

lub AMS-V zewnetrzny
Kompatybilnose
AMS-V zewnetrzny "
llos¢/puls 0,245 cm?®
Doktadnos¢ pomiaru? = 0,3% od 9,6 I/h

RobaDrum, JumboFlex

Vision S Pro/M Pro,
Concept Diamond/Stream
RobaDrum, JumboFlex

01cm?
+0,3% 0d 24 I/h

AMS-V 1 komora pomiarowa

Vision S Pro/M Pro, Concept Diamond/Stream,

RobaDrum, JumboFlex
1.036 cm®
+0,3% od 24 I/h

) Mozliwe sg inne urzadzenia z osobnymi elementami sterujagcymi. Inne kompatybilne urzadzenia beda dziata¢ w §lad za nimi.

2 0dpowiada doktadnosci urzadzenia pomiarowego, bez uwzglednienia catejgo urzadzenia. Czynniki wptywajace takie
jak dtugosc weza, srednica weza, lepkosc kleju, spadek cisnienia i predkos¢ wptywajg na doktadnoSE pomiaru.



WYBOR WEASCIWEJ CELI POMIAROWEJ

Wybér odpowiedniej celi pomiarowej zalezy
od lepkosci Kkleju i objetosci przeptywu.
Wspotczynniki te mozna wykorzystac do
okreslenia odpowiedniej komorki pomiarowej
na ponizszym wykresie. 0Ogdlnie rzecz biorac,
im mniejsze natezenie przeptywu, tym wyzsza
dopuszczalna lepkose kleju i im nizsza lepkose
kleju, tym wyzszy dopuszczalny przeptyw
objetosciowy.
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